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■支援の背景

依頼元では、歯科用合金とセラミックスの接合に関する研究開発を行っていますが、歯科用合

金／セラミックスの接合界面での元素分布を評価をする必要があります。そこで、電子線微小部

分析(ＥＰＭＡ)を用いた分析・解析を行いました。

■支援の要点

１．歯科用合金／セラミックスの接合界面での元素分布を明らかにする

試料断面外観と測定位置 接合界面近傍のポイント定量分析結果

■支援の成果

１．歯科用合金／セラミックス接合試料について、従来の半定量的な分析に替わりポイント定量

分析を連続的に行うことで接合界面での元素分布を明確化しました。

２．歯科用合金／セラミックス接合試料の接合界面における各合金元素の挙動を明確化しました。
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※本技術支援で使用した電子線微小部分析装置(ＥＰＭＡ)、はＪＫＡ補助事業により整備されました。

歯科用合金／セラミックス複合材の接合界面評価

定量分析 測定位置

合金側

セラミックス/合金接合面

合金側

相
対
濃
度

(A
rb

. u
ni

t)


